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议题：

下一代数据中心的连接解决之道

主要话题：

• 中国数据中心的发展趋势和应用概览

• 当前中国数据中心所需的性能和面临的挑战

• TE Connectivity（TE）数据中心连接解决方案

Clarence Yu
TE研发与产品开发工程高级经
理，在TE工作的14年中，主要
负责为信号完整性部门设计研
发高速连接器。

Gerry Wu
TE板对板系列产品管理高级经理，
拥有19年的电信网络、数据中心
基础设施以及电子零配件的从业
经验。期间多年主要负责电信网
络设备以及数据中心设备的的硬
件开发管理， 系统架构设计以及
网络架构设计。
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中国数据中心的发展趋势和应用概览

• 数据流量大幅增长：截止2020年，全球数据中心流量将增长3.3倍，即从2015

年的每年4.7 ZB增加到每年15.3 ZB。其中，92%的数据流量将来自云端（思
科全球云指数报告）

• 超大规模数据中心的发展：包括BAT在内的公司正在影响并推动超大规模计算
的创新，以满足不断增长的应用程序性能要求、对于减少运作支出和成本的需
要以及不断增加的技术投资

• 云技术的发展：帮助快速扩展基础设施，以应对飞涨的业务要求

• 数据中心有效和高效满足性能和高速计算的发展能力成为企业成功的关键因素
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http://blogs.cisco.com/sp/global-data-center-growth-supporting-the-next-data-deluge


当前中国数据中心所需的性能和面临的挑战
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高速信息传输

• 在数据中心内，数据链路被提升
到了更高的速度（从10 Gbps到
25 Gbps甚至50 Gbps）

• 数据速率提升可采用高速单链路
设计，也可使用设计并行多高速
链路提供更高的聚合速度

• 分散式架构正推动着数据流量处
理方式的创新

• 矛盾：随着数据速率的增长，信
号可有效传输的距离会缩小



当前中国数据中心所需的性能和面临的挑战
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数据灵活性的需求

• 当今全新的数据中心世界中，设计人员
面对更为复杂的信号传输路径设计，需
要更大型的高密度交换机以及大量的内
部和外部端口。

• 设计一个优秀的数据中心，需要平衡数
据速率的增长带来的空间密度问题与数
据中心高性能扩展之前的矛盾。

• 特别是数据中心的背板，为目前不断涌
现的数据中心应用提供了核心支持，背
板的性能限制会降低整体系统速度。



当前中国数据中心所需的性能和面临的挑战
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系统架构的需求

分散式架构正推动着数据流量处理方式的创新，需要更大型的高密度交换机以及
大量的内部和外部端口

服务器技术正在迅速改变：
• 必须通过改进现有连接器以

提升速度，应对性能需求
• 现在是建立通用、灵活的互

连解决方案的良好时机
• 散热性能限制也在推动机架

结构转变

存储系统也在不断发展
• 各种协议正在进行融合
• 为了提升性能，PCIe的应用

日趋普遍
• 闪存的使用愈加普遍
• 热插拔可用性需要不间断的

连接电源来保证抽屉式系统
的运作

交换机的发展趋势不断变化：
• 交换机芯片尺寸不断增大
• 较大规模交换机需要高性能连

接并降低损耗
• 使用内部电缆直接连接到I/O

前面板的架构，也正被采用



当前中国数据中心所需的性能和面临的挑战
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能耗与散热优化升级

• 超大批量服务器的投入使用以及传输速率的提升不可避免地伴随着电力的加倍
消耗以及散热的要求

• 电源线缆的配置、绿色节能与电力风险管控成为数据中心运营的一大重要议题

• 电力和散热相关问题决定了系统的设计和实施

• 单个机架的功耗（及热损耗）大幅攀升，导致两个相互关联的问题：提供更高
电力和解决拥挤机箱内的电源和有源电子部件的散热

• 对于支持“热插拔”连接器的需求不断增加



TE 数据中心解决方案：HSIO
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高速 I/O 互连具有极大的优势

• 高速 I/O 解决方案支持更高的数据速
率

• 在设备中提供标准接口，并可根据应
用在收发器模块与直连式线缆组件中
进行选择

• 所有笼壳为金属完全屏蔽，可用于接
地和 EMI 抑制

• 受支持的标准包括 Fibre Channel、
以太网、InfiniBand 和 SAS



TE 数据中心解决方案：STRADA Whisper

闪电般的速度

• 数据传输速度可达 25-56 Gbps（PAM-4）
未来可扩展至 56 Gbps（NRZ)

性能为先

• 市场上最坚固可靠的产品之一

• 拥有领先的电气和信号完整性（SI）性能

• 拥有防电磁干扰和防串扰性能

• 具有极低的噪声和低插损

您的56 Gbps架构设计合作伙伴

• TE的专家团队为您提供定制化的解决方案，
与您的系统架构完美融合
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TE 数据中心解决方案：LGA 3647 插座产品系列

LGA 3647插座

• 首款采用两片式设计的 LGA 插座

• 适用于较大规格的处理器

• 改善翘曲

• 提供更好的平面度、可靠性和连接性

LGA 3647插座及硬件

• 满足最新 CPU 的下一代设计要求

• 可提供支持当前和未来Intel CPU处理器设计的插
座产品

• 在处理器和印刷电路板（PCB）之间提供全面的
电气互连
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TE 数据中心解决方案: microQSFP互连产品
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具有高密度和卓越信号完整性

• 未来将达到每通道100 Gbps

提供业界领先的散热处理性能

• 最高可达7瓦特

接触密度更大

• 比QSFP增加了33%的接触密度

• 在1RU线路卡上支持可达每72个端口100Gbps的
最高容量

后向兼容，满足下一代设计需求
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联系我们

如需了解更多TE的产品、行业和解决方案及其他信息，敬请访问：

www.te.com.cn

或者打开微信扫一扫，关注“TE连动”，咨询建议

Clarence Yu

TE研发与产品开发工程
高级经理，在TE工作的
14年中，主要负责为信
号完整性部门设计研发
高速连接器。

Gerry Wu

TE板对板系列产品管理高级经
理，拥有19年的电信网络、数
据中心基础设施以及电子零配
件的从业经验。期间多年主要
负责电信网络设备以及数据中
心设备的的硬件开发管理，
系统架构及网络架构设计。

邮箱：clarence.yu@te.com 邮箱：gerry.wu@te.com
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无限连动，尽在其中


